
与类似的竞争产品相比，16引脚DHXQFN封装不仅提供更小的
管脚尺寸，而且还节省25%的PCB占用面积。

节省PCB布板空间
此外，小管脚尺寸使器件能够更靠近旁路电容。这对于逻辑
器件电路板焊盘空间有限的设计来说会是一个重大优势，
并且逻辑器件和电容之间的走线较短，提高了高频应用中的
性能。
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标准逻辑封装的微型化

*基于16引脚封装

微型化是半导体行业的持续发展趋势，Nexperia推出的DHXQFN

封装进一步推动了标准逻辑产品系列的这一趋势。与业界适用于
16引脚器件的DQFN封装相比，它将封装管脚尺寸减小了45%。

Nexperia宣布全面推出DHXQFN封装

DHXQFN*4.8 mm2

DQFN*8.75 mm2

TSSOP*32 mm2

SO*59.4 mm2

X1QFN16 DHXQFN16 

2.75 mm

业界最小巧纤薄的 
14、16、20和24引脚封装， 
提供标准逻辑功能



引脚 封装 Sot # 后缀 管脚尺寸 
（宽 x 长 x 高）{mm}

引脚间距{mm}

14 DHXQFN14 SOT8014 BZ 2.0 x 2.0 x 0.48 0.4

16 DHXQFN16 SOT8016 BZ 2.0 x 2.4 x 0.48 0.4

20 DHXQFN20 SOT8020 BZ 2.0 x 3.2 x 0.48 0.4

24 DHXQFN24 SOT8024 BZ 2.0 x 4.0 x 0.48 0.4

DHXQFN封装的功能：
DHXQFN产品组合具有行业最常见的功能。其中包括施密特触发器、带输出锁存器的移位寄存器、电平转换收发器、八路缓冲器/ 

线路驱动器、八路总线收发器和8位双供电电平转换收发器。

封装详细信息：
DHXQFN封装提供14、16、20和24引脚，间距为0.4mm，高度
为0.45 mm，以后缀BZ标识。

器件类型 详细信息

74LV14ABZ 十六进制反相施密特触发器

74LVC14ABZ 十六进制反相施密特触发器

74HC595BZ 8位SIPO移位寄存器，带输出锁存器；三态

74AVC4T245BZ 4位双供电电平转换收发器；三态

74LVC244ABZ 八路缓冲器/线路驱动器；三态

74LVC245ABZ 八路总线收发器；三态

74LVC8T245BZ 8位双供电电平转换收发器；三态

74AVC8T245BZ 8位双供电电平转换收发器；三态

以前，器件的管脚尺寸非常大，所以很难将大量逻辑功能集成
到小尺寸系统中。但是，DHXQFN封装显著缩小了管脚尺寸，
因而能够将74HC595移位寄存器等功能集成到手持式、便携式
和互联网连接的工业设备中。

特性和优势：
 › 小巧纤薄的14、16、20和24引脚封装。
 › 与竞争产品封装相比，节省多达25%的PCB占用空间。
 › 与行业标准DQFN封装相比，节省45%的空间。
 › 该封装的管脚尺寸小，而且非常薄，因此非常适合空间受限的
应用。

 › 由于电源旁路电容C放置更近，因而可在高频率应用中提供更
出色的性能。

 › 针对制程、产品和封装的控制计划。
 › 符合RoHS和“深绿”标准。
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